
双通道 28G NRZ 或 56G PAM-4 I/O 互连解决方案

通过高速数据传输和优化的热管理方法，满足新一代应用对端口密度和扩展性的需求

小规格可插拔双密度 (SFP-DD)
输入/输出 (I/O) 互连
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TE Connectivity (TE) 面向 I/O 互连应用推出的小规格可插拔

双密度 (SFP-DD) 产品包括壳体、表面安装连接器和电缆组件。

该产品组合根据 SFP-DD 多源协议 (MSA) 规范开发。SFP-
DD 是目前针对小规格产品的最小尺寸行业标准之一。该标准

可帮助数据中心系统实现双倍端口密度，提升数据传输速率，

同时可为不同制造商生产的模块组件提供机械互操作性。 

新一代 SFP 解决方案

“双密度”产品线可以提供两排电子引脚，使双通道数据传输成为可能，从而取代传统 SFP 架构中的单通道数据传输。 

SFP-DD 互连解决方案能够解决现有服务器中通道未得到充分利用造成的冗余，可很好配合八通道小型可插拔双密度(QSFP-DD) 接口。 
QSFP-DD 接口通常用于TOR（top-of-rack）交换机以满足不断演变的带宽需求。两者的配合可以发挥出其高密度特性支持网络设备实现最佳性能。

SFF-DD 连接器具有双通道接口，可提供高达 28G NRZ 或 56G PAM-4 调制格式的数据速率，支持高达 56 Gbps 或 112 Gbps 的数据传输速率。

我们的 SFP-DD 互连解决方案可以通过 TE 的创新型散热桥技术提供卓越的热管理性能。根据 MSA 规范，SFP-DD 互连解决方案能够通过

SFP-DD壳体提供 3.5W 的热管理性能（目前的 SFP 互连解决方案为 1.5W）。SFP-DD 壳体，整体结构更长，提供更多的散热空间。 
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https://www.te.com/chn-zh/products/connectors/pluggable-connectors-cages/intersection/thermal-bridge.html
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SFP-DD 互连解决方案概述
主要优势

双通道互连，密度更高，信号完整性更佳

• 该双通道互连概念参照 QSFP-DD 表面安装技术 (SMT) 设计

• 与 SFP28/SFP56 解决方案相比，双通道设计使端口密度增加，数据传输速率提升两倍，可达 200 Gbps
• 为 28G NRZ 和 56G PAM-4 协议设计，未来计划支持 112G PAM-4 协议

后向兼容

• SFP-DD 壳体与连接器可向后兼容现有的 SFP 产品，可作为现有 SFP 系列应用的简易升级解决方案

节省空间 

• 与 QSFP28/QSFP56 解决方案相比，可释放更多的 PCB 和面板空间

• 单个端口的功能得到升级：扩展至 28G NRZ 和 56G PAM-4 双通道

提供定制解决方案和堆叠配置，实现灵活设计

• 支持标准型光导管和散热器

• 支持定制型光导管和散热器

• 支持使用散热桥技术

• 含焊尾和压装壳体

• 支持电缆组件定制

• 正在开发堆叠式版本

紧凑、高效的互连

• 能够很好配合QSFP-DD接口，解决通道未充分利用带来的冗余

优异的热管理性能

• 可使用散热桥技术

特色市场与应用

• 网络

• 数据中心

• 无线基础设施

• 交换机

• 服务器

• 路由器

• 存储设备

• 基站

• 需要高速输入/输出数据传输的其他应用
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机械特性
0.8 毫米端子间距

40 路 SMT 连接器 

插接/拔出力：最大 40 N /30 N

耐用度：100 速率：最大 12.7 毫米/分 

1X1 壳体
现提供EMI 弹簧方案

现提供开放散热方案

现提供标准散热方案

带光管的散热器正在开发中 

支持定制需求  

物理参数
外壳：LCP，黑色，UL 94

V-0 触点：铜合金

镀层：接触部位 - 0.762µm (15 或 30μ”) 金

焊尾 - 锡

底部镀层 - 镍

PCB厚度：1.57 毫米/单面；2.2 毫米/双面

工作温度：-55 至 +85°C

1XN 壳体
1X6 及 1X8 壳体正在开发中 

可按需提供其他配置 

电气特性
电压（最大值）：30 VDC

电流（最大值）：0.5A

1X4 壳体
现提供EMI 弹簧方案

现提供开放散热方案

标准散热方案正在开发中  

带光管的散热器正在开发中 

支持定制需求  

SFP-DD SMT 连接器

SFP-DD 壳体
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标准产品料号：2325864-1 Belly-to-Belly产品料号：2325864-2 
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产品通用零件编号

EMI抑制 光导管选件 散热器选项
产品料号

1x1 1x2 1x4 1x6 1X8

EMI弹簧夹片

* 否 2335809-1 ** 2344508-1 2345214-1* 2364488-1*

*
可选

（壳体顶部开口）
2335809-2* ** 2-2344508-1* * 2364488-3*

* PCI 2359845-1 ** * 2365464-1*

* SAN 2359845-2 ** * 2365464-2*

* 网络 2359845-3 ** * 2365464-3*

* 散热桥 2359292-1* ** * *

*机加工正在进行中      **机加工计划中

产品料号 应用

2325864-1 标准

2325864-2 Belly-to-Belly

散热器夹 光导管选件

1-2347515-1* 单

1-2356211-1* 双

1-2348556-1* 否

壳体

连接器 散热器夹
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关于我们 

访问 te.com/support 在线联系产品信息专员。 

https://www.te.com/chn-zh/product-2335809-1.html
https://www.te.com/chn-zh/product-2359845-1.html
https://www.te.com/chn-zh/product-2359845-2.html
https://www.te.com/chn-zh/product-2359845-3.html
https://www.te.com/chn-zh/product-2344508-1.html
https://www.te.com/chn-zh/product-2325864-1.html
https://www.te.com/chn-zh/product-2325864-2.html

